SILCOFA

SILICONE -TEFLON -PROCESBAND

HGW - Silicone

Glasvaev med siliconeharpiks

e Bruges som hardt, varmefast underlag for
svejsetrdde til plastikfoliesvejsning m.v.

e HGW - silicone leveres i plader, strimler og i
henhold til kunde specifikation.

e Kan ogsa leveres selvklaebende.

® Pladetykkelser: 0,2 - 150 mm
® Pladestgrrelser: 1250 x 1250 mm og 1250 x 2500 mm
e Temperaturbestandighed: 210°C

® Formbestandighed: 200¢°C

® |angdeudvidelseskoefficient: 10 - 20

® Varmeledningsevne: 0,3 W/mK

e Braendbarhed: V-0 UL94

® Bgjningsstyrke: 130 N/mm?2

® Slagstyrke: 50 KJ/m?2

® Traekstyrke: 150 N/mm?2

o Trykstyrke, flade: 350 N/mm?2

® Gennemslagsspanding: 20 v/3 mm kV

DBS004DK 201404010

SILCOFA A/S e Stamholmen 193 E e DK-2650 Hvidovre e TIf.: +45 36 77 17 81 e Fax: +45 36 77 17 69 e salg@silcofa.dk
www.silcofa.dk



